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SCHEDA RAO 144 — Utilizzo di impianto plasma etching

VALUTAZIONE DEI RISCHI

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

L’attrezzatura viene utilizzata per la pulizia di superifici contaminate, tramite
l'asportazione di materiale superficiale.

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO

Rischio da radiazioni non ionizzanti Esposizione a radiazioni non ionizzanti

Contatto accidentale con parti in
tensione/ Elettrocuzione

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Misure tecnico organizzative

e ’attrezzatura e’ usata da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle

operazioni consentite.

e E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le

indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura.

e |l plasma-etching avviene in speciali forni a radiofrequenza. Le radiazioni prodotte
vengono assorbite all'interno della camera a plasma e non sono emesse nell'area
esterna.

e Non vengono impiegati solventi, durante le operazioni € non sono generati
sottoprodotti che richiedono smaltimenti appropriati.

Misure comportamentali

e Non rimuovere e/o by-passare gli switches.

e Assicurarsi dellisolamento dei cavi di collegamento e non utilizzare
I'apparecchiatura in caso di cavi danneggiati: segnalare I'eventuale cattivo stato dei
collegamenti elettrici e dell’apparecchiatura al personale preposto alla
manutenzione, senza eseguire autonomamente interventi manutentivi

Rischio elettrico

Dispositivi di protezione individuale

e Guanti in lattice EN 420
e Guanti per rischio chimico EN 374
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